
ป ัจจ ัยท ี่ม ีผ ลต ่อ การ เก ิด รอยบ ิ่น และรอ ยร ้าวใน กระบ วน ก ารตัด  

3.1 บทนำ

โนการทำการทดลองเบื้องต้นเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าว 
นั้นจะใช้การระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงตามหลักการทางวิศวกรรม 
ข้อมูลจากการทดลองในอดีต รวมทั้งข้อจำกัดในทางปฏิปัตต่างๆมาพิจารณาร่วมกันเพื่อหา 
ปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลเบื้องต้น (Screening Factor)

เมื่อพิจารณาปัจจัยการผลิตของกระบวนการตัดแผ่น Wafer จะพบว่ามีปัจจัยมากมาย 
เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อคุณภาพในการดัดหวอ่านเขียนข้อมูล (Slider) ข้อบกพร่อง 
เกี่ยวกับรอยบิ่นและรอยร้าวนี้เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุหรือหลายปัจจัย ดังน้ันข้ันต้นเราจึงควร 
พิจารณาถึงปัจจัยในการจัดการผลิตของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดัดแผ่นพafer โดยจะใช้ 
หลักการ 4M (ดูรูปท่ี3.1) ในการแบ่งกลุ่มของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการดัด

บ ท ท ี่3

รูปัฬี่3.1 แสคงป็จพัหลักที่ปีผลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวบนหัวอ่านเขียนข้อมูล (Silder)
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3.2 ป ัจจ ัยท ี่ม ีอ ิทธ ิพลด ้านคน (Man)

ในกระบวนการตัดแผ่น Wafer น้ัน จะต้องมีพนักงานท่ีทำการควบคุมกระบวนการผลิต 
เข ้ามาเก ี่ยวข ้องด ้วย ฉะนั้นความผิดพลาดต่างๆ จากการทำงานของคนย่อมเกิดขึ้นได้ 
พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกระบวนการตัด เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาว่า 
เป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดรอยบ่ินหรือรอยร้าวกับหัวอ่านเขียนหรือไม่ จากรูปท่ี 3.2 เป็นแผนภาพ 
แสดงเหตุและผลของการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวที่เกิดจากปัจจัยด้านคน และได้ทำการแยก 
พิจารณาพนักงานที่น่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องท้ังหมดตังน้ี

3.2.1 พนักงานดูแลเครื่องตัด

เครื่องตัดที่โรงงานตัวอย่างใช้นั้นเป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีชื่อเรียกว่า
โดเวอร้ (Dover) ซึ่งเครื่องตัดน้ีจำเป็นต้องมีพนักงานดูแลคาบคุมในช่วงท่ีต้องป้อนแผ่น Wafer 
เข้าตัด และทำการวัดขนาดความกว้างของร่องตัดให้ตามข้อกำหนด (Specification) ตลอดจน 
ทำความสะอาดหลังตัดเสร็จและถอดแผ่น Wafer ออกจากเคร่ือง ซึ่งถ้าพนักงานไม่ทำงาน
อย่างรอบคอบจับยึดชิ้นงานไม่แน่นหรือจับขึ้นงานไม่ได้แนวระตับก็จะมีผลต่อการเกิดรอยบิ่น 
และรอยร้าวได้

3.2.2 พนักงานที่ทำการติดแผ่น Wafer ลงบน Pallet

ในกระบวนการตัดจำเป็นต้องจับยึดแผ่น Wafer ลงบน Pallet โดยใช้กาวเป็นตัว 
ประสาน ถ้าพนักงานท่ีรับผิดชอบทำงานไม่เรียบร้อย คือ ติดแผ่น Wafer ไม่แน่นก็อาจจะทำ 
ให้เกิดการส่ันท่ีแผ่น Wafer และส่งผลให้เกิดรอยบ่ินและรอยร้าวได้

3.2.3 พนักงานที่ทำการ Truing

การ Truing คือการทำให้ใบมีดตัดมีคมตัดเท่ากันตลอดแนวรัศมี ซ่ึงถ้าพนักงานท่ีทำ 
การ Truing น้ันไม่ได้ทำให้ดมตัดเท่ากันก็จะทำใหใบมีดเข้าตัดไม่สม่ําเสมอส่งผลต่อจำนวน
รอยบ่ินหรือรอยร้าวได้



ร ป ท ี่ 3 . 2  ผ ัง ก ้า ง ป ล า แ ส ด ง ส า เ ห ต ุก า ร เ ก ิด ร อ ย บ ิ่น แ ล ะ ร อ ย ร ้า ว จ า ก ป ัจ จ ้' ย ด ้า น ค น  ( M a n )
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พนักงานตรวจสอบนั้นจะสัมผัสกับชิ้นงานหลังจากตัดเสร็จแล้ว ซึ่งถ้าไม่ระม้ดระวังอาจ 
เกิดการกระทบกับหัวอ่านเขียน จนเกิดเป็นรอยบิ่นหรือรอยร้าวได้ หรืออาจทำการตรวจสอบ 
หัวอ่านเขียนข้อมูลผิดพลาด ซึ่งเกิดจากความไม่ชำนาญงาน

3 .2 .4  พ น ัก ง า น ต ร ว จ ส อ บ

3.2.5 พนักงานที่ทำการนับใบมีด (Dressing)

การ D re ss in g ^การ,นำ'1บมีดท่ีหมูนด้วยความเร็วรอบหน่ึงเดินฝาน1หินส่งมีด เพ่ือเปิด 
หน้าโบมีดใหัมีความคม ซ่ึงถ้าพนักงานน้ันละเลยไม่ทำการ Dressing หรือทำไม่ครบตามช้ิน 
ตอนท่ีกำหนดก็จะทำใหิใบมีดไม่คมส่งผลถึงการเกิดรอยบ่ินและรอยร้าวได้

3.2.6 พนักงานที่ทำการ Balance

ช้ินตอนการทำ Balance น้ีเป็นช้ินตอนสำคัญและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานซ่ึงจะ 
ต้องใช้เครื่องมีอจี้ที่ตำแหน่งของชุดวับยึดมีดและทำให้เกิดการหมุนอย่างสมดุลไม่เกิดการแกว่ง 
ฉะนั้นพนักงานที่ทำชิ้นตอนนี้ ไม่มีความชำนาญในการทำหรือไม่รอบคอบ ทำให้ค่าใน 
การรล๒ท06ไม่อยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ ใบมีดก็จะแกว่งเมื่อใบมีดเดินเข้าตัดชิ้นงานจริงจะทำให้ 
เกิดรอยบ่ินและรอยร้าวได้

3.2.7 พนักงานที่ทำการเคลื่อนย้าย

หลังจากผ่านกระบวนการติดแผ่น Wafer ลงบนแผ่นรองรับจะถูกเคลื่อนย้ายมายัง 
เคร่ืองตัด และหลังจากตัดเสร็จแล้ว Pallet ก็จะถูกเคลื่อนย้ายต่อไป ถ้าพนักงานที่ทำการ
เคลื่อนย้ายไม่ระมัดระวังก็จะทำให้หัวอ่านเขียนข้อมูลเกิดความเสียหายได้

3.3 ปิจจัยที่มีอิทธิพลด้านวัสดุ (Material)

ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดข้อบกพร่องประเภทรอยบิ่น 
และรอยร้าวก็ คือวัสดุ โดยวัสดุนี้อาจเป็นวัสดุงาน วัสดุที่ใช้ทำใบมีด วัสดุที่ใช้ทำหินลับมีด 
วัสดุเหล่านี้จะมีผลต่อและทำให้เกิดรอยบิ่นและรอยร้าวได้ จากการพิจารณาโดยใช้แผนภาพ 
แสดงเหตุและผล รูปท่ี 3.3 สามารถอธิบายเหตุผลต่างๆตังต่อไปนี้



ร ูป ท ี 3.3 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดรอยบนและรอยร้าวจากปัจจัยด้านวัสดุ (Material)
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3.3.1 ใบมีด (Blade)

องค์ประกอบของใบมีดที่สำคัญมี 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือคมคัดที่ทำจากเพชร ส่วนท่ีสอง 
คือวัสดุประสาน โดยเพชรจะยึดเกาะก้นด้วยวัสดุประสาน คมคัดที่เกิดจากเพชรนี้จะเป็นคัวคัด 
แผ่น Wafer ให้เป็นร่อง ซึ่งลักษณะของคมคัดมีผลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร่าวอย่างมาก 
เมื่อใบมีดคัดชนงานคมคัดก็จะหลุดออกจากวัสดุประสานด้วย ฉะนี้นจะเห้นว่าทั้งเพชรซึ่งเป็น 
คมคัดและวัสดุประสานจะมีผลต่อคุณภาพในการคัดอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ใบมีด 
ให้เหมาะสมคับวัสดุงานเพื่อลดปัญหาการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าว

ใบมีดเมื่อถูกน่ามาใช้งานในช่วงแรกจะมีความยาวของคมคัดมากแต่พอใช้ไประยะหนึ่ง 
ความยาวของคมคัดจะสั่นลง ในขณะที่ความยาวของคมคัดมากใบมีดอาจเกิดการบิดได้ซึ่งเมื่อ 
ใบมีดหมุดคัดแล้วเกิดการบิดอาจจะทำให้ชิ้นงานเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวได้

3.3.2 กาว

กาวใช้ในขั้นตอนการติดแผ่น Wafer ลงบน Pallet ซึ่งถ้าแผ่น Wafer นั้นติดยึดกับ 
Pallet ไม่แน่น ขณะแผ่น Wafer ถูกคัดอาจเกิดการขย้บเขยื้อนได้ ส่งผลทำให้เกิดรอยบิ่นและ 
รอยร้าวเกิดชิ้น ฉะนั้นต้องเลือกใช้กาวที่มีคุณสมบิตในการจับยึดที่ดี เหมาะคับกระบวนการคัด 
ที่ใช้ความเร็วรอบค่อนข้างสูง

3.3.3 หินที่ใชในการลับใบมีด (Dressing)

การทำ Dressing คือ การลับให้ใบมีดมีคมคัดใหม่เกิดช้ิน ขั้นตอนนี้มีความจำเป็น 
เพราะเม่ือใบมีดใช้งานไปนานๆ จะท่ือเน่ืองจากคมคัดหลุดออกไปบ้าง จึงต้องน่าใบมีดไปลับ 
ด้วยหินลับมีด ซ่ึงหินลับมีดจะมีหลายขนาด (กำหนดตามความละเอียดของหิน) ต้องเลือกใช้ให้ 
เหมาะสมเพราะถ้าเลือกไม่เหมาะสมจะทำให้มีดไม่ความคมเมื่อนำไปคัดชิ้นงานจะทำให้ 
คุณภาพของแนวคัดไม่ดี

3.3.4 หินลับมีดที่ใชในการ Truing

หินลับมีดท่ีใช้ในการ Truing จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยหินลับมีด 
ชนิดนี้ จะใช้ในการปรับให้ใบมีดมีความยาวของคมคัดเท่าก้นตลอด ซ่ึงถ้าเลือกหินไม่เหมาะสม 
ก็จะได้คมคัดที่ยาวไม่เท่าก้น ทำให้ใบมีดคัดแบบไม่สม่ําเสมอ มีการรับภาระไม่เท่าก้นท้ังใบมีด 
อาจส่งผลทำให้เกิดรอยบิ่นและรอยร้าวได้
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น้ําหล่อเย็นมีหน้าในการระบายความร้อน และพาเศษวัสดุท่ีเกิดจากการตัดออกจากแนว 
ถ้าน้ัาหล่อเย็นท่ีเลือกใช้ไม่ได้ทำหน้าท่ีท้ังสองอย่างดีก็จะส่งผลต่อการเกิดรอยบ่ินและรอยร้าวข้ึน
VI 4/๒

3 .3 .5  น ำ ห ล ่อ เย ็น

3.3.6 วัสดุงาน

วัสดุที่ถูกตัด ถ้าเป็นวัสดุที่เปราะมากโอกาสการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวจะสูงกว่าวัสดุ 
งานที่มีความเหนียว

ความสมํ่าเสมอของวัสดุก็อาจมีผลต่อกระบวนการตัดด้วยเช่นกัน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะ 
ต้องควบคุมให้วัสดุมีความสมํ่าเสมอตลอดขึ้นงาน

3.3.7 Pallet

วัสดุท่ีใช้ทำ Pallet นี้ จะต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม ถ้าใช้วัสดุที่ไม่มีคงทนแตกหักง่าย 
ก็จะไม่สามารถรักษาขึ้นงานที่ติดอยู่กับ Pallet ได ้ โดย Pallet นี้จะต้องไม่ทำให้เกิดการสั่น 
สะเทือนเกิดขึ้น เพราะถ้า Pallet ส่ัน ขึ้นงานที่ติดอยู่ก็จะเกิดการสั่นขึ้นจะส่งผลให้เกิดรอยบิ่น 
และรอยร้าวได้

3.3.8 รูปร่างของหัวอ่านเขียนข้อมูลด้านที่ติดก้บแผ่นดิสก์ (ABS)

รูปร่างของหัวอ่านเขียนข้อมูลด้านที่ติดกับแผ่นดิสก์นี้จะมีต้องผ่านกระบวนการกัดเป็น 
รูปต่างๆตามที่มีการออกแบบมาจากวิศวกร ซึ่งหัวเขียนแต่ละรุ่น (Model) ก็จะมีรูปร่างไม่เหมือน 
กัน กระบวนการกัดนี้จะเกิดเป็นผิวต่างระดับ ทำให้เมื่อนำแผ่น Wafer ไปตัดโดยแนวการตัดนั้น 
ใกล้กับผิวงานที่ต่างระตับอาจทำให้เกิดการบิ่นหรือร้าวได้

3.4 ฟ้จจัยที่มีอิทธิพลด้านเครื่องจักร (Machine)

ปัจจัยด้านเครื่องจ้กรหรืออุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาด้วยเช่นกัน เนื่องจาก 
กระบวนการตัดเป็นงานทางกลมีเรื่องของแรงกระทำและความร้อนเช้ามาเกี่ยวช้อง หรือในส่วน 
ของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เคร่ืองมือวัด และระบบส่งนั้าหล่อเย็น เป็นด้น ก็จะต้องพิจารณาถึงความ 
ถูกต้องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นด้วย โดยแสดงสาเหตุต่างๆในรูปที่ 3.4



กล้องท่ีใช้ตรวจสอบ เคร่ืองมือวัดท่ีใช้ทำการ Balance เคร่ืองตัดแผ่นท!ฟอร์

รูปที่ 3.4 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวจากปัจจัยด้านเครื่องจักร (Machine)
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เน ื่องจากโรงงานต ัวอย ่างม ีเคร ื่องต ัดแผ ่น W afe r อยู่หลายเครื่อง ต ังน ั้นอาจม ีบางเครื่อง 
เก ิดผ ิดปกติ เช่น เพลาหลวมหรือเครื่องส ั่น เป ็นตัน อาจเป ็นผลต ่อค ุณภาพในการต ัดแผ ่น  
W afer (ดรปที่ 3 .5)' qj«ü '

3 .4 .1  เค ร ื่อ ง ต ัด แ ผ ่น  W a fe r

Slide

z  M otor 
Drive

M onito r

O perator
Keyboard

ร ุ่ร ท9
Spindle  
(4 " o r 2 " D ia.) 
C ooling  
Nozzle & B lock

Z-S lide

Y-Slide

Vision
System

Covers

Height
Button

Chuck 
& Turn 
Table

ร ูป ท ี่ 3 .5  แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องตัดแผ่น W afer

3.4.2 เครื่องมือท่ีใชในการทำ Balance

เครื่องมีอที่ใช ้วัดความสมดุลมีหลายเรื่อง บางครั้งอาจเก ิดความผิดพลาดได ้ เช่น เมื่อ 
ใช้เครื่องหนึ่งวัดได้ค ่าอยู่ในช่วงท ี่ยอมรับได้ แต่เม ื่อเปลี่ยนเครื่องอื่นมาวัดอาจได้ค ่าแตกต่างไป  
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่ม ีการปรับเทียบเครื่องมีอตังกล่าวเลย หรือการใช้งานที่ผ ิดวิธี และเมื่อ 
เครื่องให้ค ่าท ี่ผ ิดพลาด ก็ส่งผลให้ใบมีดไม่สมดุล มีการหมุนที่แกว่งอาจทำให้ชิ้นงานบิ่นหรือร้าว

3.4.3 กล้องที่ใชในการตรวจสอบ

ถ้ากล้องที่ใช ้ม ีแสงสว่างไม่มีพอ อาจทำผู้ตรวจสอบตัดสินใจผิดพลาดได้ รวมทั้งสเกลท่ี 
ใช้ตรวจสอบต้องช้ดเจนด้วย
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3.4.4 ระบ บ ส ่งน าห ล ่อ เย ็น

ในกระบวนการตัดจะใช ้นาหล่อเย ็นเป ็นตัวช ่วยระบายความร้อนและคายเศษตัดออกมา 
จากบริเวณแนวตัด ระบบส่งนาหล่อเย็นเป็นตัวควบคุมความตันของนาหล่อเย็นที่ส ่งมายังเครื่อง 
ซ ึ่งถ ้าระบบส ่งน ี้าเย ็นน ี้เก ิดความผ ิดปกต ิส ่งแรงต ันน ี้าหล ่อเย ็นส ูงเก ินกว ่าปกต ิ อาจถ ้าให ้
บ ร ิเวณ แน วต ัด เก ิดการแตกห ร ือร ้าวได ้ หร ือถ ้าส ่งแรงต ันน ี้าหล ่อเย ็นต ํ่าเก ินกว ่าปกต ิก ็ถ ้าให ้ 
ระบายความร้อนและเศษตัดได้ช ้า ส่งผลต่อคุณภาพของในการตัดไม่ด ี

3.4.5 แท ่น แม ่เห ล ็ก จ ับ ป ีด é นงาน

ถ้าแท ่นแม่เหล็กจับยึดชิ้นงานให ้แรงดูด Pallet แผ่น Wafer น ้อยกว่าปกต ิ จะถ้าให้ขณะ 
ใบม ีดตัดช ิ้นงานอาจเก ิดการเล ื่อนของ Pallet แผ่น Wafer และถ้าให ้เก ิดการแตกและร้าวบน  
แผ่น Wafer ได ้

3.4.6  เพ ลาจ ับ ย ึด ใบ ม ีด

เม ื่อเครื่องจ ักรใช ้งานโดยขาดการบำรุงร ักษาถ้าให ้ช ิ้นส่วนบางชิ้นเก ิดการส ึกหรอ ถ้า
เพลาจ ับย ึดใบม ีดเก ิดส ึกหรอไม ่ว ่าจากสาเหต ุใดก ็ตามจะถ้าให ้เพลาน ี้ หมุนแกว่ง เม ื่อถ้าการจับ  
ยึดใบมีดบนเพลานี้แล ้วเด ินเครื่องตัดแผ่น Wafer อาจถ้าให ้ใบมีดหมุนแกว่งใช ้ต ัดแผ่น Wafer 
จะถ ้าให ้เก ิดการแตกหรือบ ิ่นได ้

3.4.7  น ้ท ข ัน ย ึด ใบ ม ีด

เม ื่อใส ่ใบม ีดที่เพลาตัดแล้ว จำเป็นต้องช้นน้ทให้แน่น แต่ถ ้าน ้ทยึดใบมีดคลายตัวออก 
มา จะถ ้าให ้ใบม ีดเก ิดการแกว ่งได ้ ซ ึ่งการแกว่งของใบมีดมีโอกาสถ้าให ้เก ิดการแตกหรือร้าว
VI yเด

3.5 ฟ้จจ้ยที่มีอิทธิพลด้านวิธิการ (Methods)

วิธ ีการถ้างานเป ็นปัจจัยท ี่ต ้องพ ิจารณาอีกป ัจจัยหนึ่ง เพราะวิธ ีการถ้างานที่ถ ูกต ้อง วิธ  ี
หรือการถ้างานที่เหมาะสม ก็จะมีผลต่อคุณภาพของการตัดแผ่น Wafer ปัจจัยต้านวิธ ีการถ้า 
งานจะร่วมถึงค ่าต ัวแปรต่างๆท ี่ใช ้ในการตัดด้วย จากรูปที่ 3.6 เป็นแผนภาพแสดงเห็นและผลที ่
ถ้าให ้เก ิดรอยบิ่นและรอยร้าวท ี่ม ีสาเหต ุจากวิธ ีการ (Methods) โดยสาเหต ุต ่าง ๆสามารถอธิบาย 
ไต ้ต ังน ี้



การสับมีด น!หล่อเขน การ truing ใบมีดดัด

ร ูป ท ี่ 3 .6  ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวจากปัจจัยด้านวิธีการทำงาน (M ethods)



39

3.5.1 ความเร็วรอบในการตัด

ความเร ็วรอบของเพลาท ี่ใช ้ต ัด เป ็นส ิ่งท ี่ต ้องพ ิจารณ าเป ็นพ ิเศษ วัสดุที่ม ีความเหนียว 
หรือวัสดุท ี่เปราะก็จะใช้ความเร็วรอบในการตัดที่แตกต่างก้นออกไป ฉะนั้นวัสดุแต่ละชนิดจะมี 
ความเร ็วรอบในการต ัดท ี่เหมาะสมค ่าหน ึ่ง ถ ้าใช ้ความเร ็วรอบที่ไม ่เหมาะสมจะทำให ้เก ิดการ 
แตกร้าวได ้

3.5.2 ความลึกของใบมีดตัด (Depth o f Cut)

ใบมีดตัดจะต้องมีความลึกมากกว่าความหนาของแผ่น W afer ที่จะถูกตัด แต่อย่างไรก็ 
ตามค่าความลึกตังกล่าวต้องกำหนดให้เหมาะสม เพราะถ้าใบม ีดม ีความล ึกมากเก ินไปก็จะทำให  ้
เก ิดการแตกหรือร้าวได้ท ั้งบริเวณด้านบนและด้านล่าง (ดรปที่ 3.7 และ รปที่ 3.8 )

'ข *์น  «น 7

ร ูป ท ี่ 3 .7 แสดงตำแหน่งของใบมีดขณะทำการตัด
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รูปที่ 3.8 แสดงความลึกโนการตัด

3.5.3 เวลาที่ใชในการ Truing

ถ้าใช ้เวลาในการ Truing น ้อยเกินไปอาจทำให้ใบมีดไม ่กลม หรือม ีคมตัดไม ่เท ่าก ัน กิ 
จะทำให้การตัดไม ่สมํ่าเสมออาจทำให ้แผ ่น Wafer เก ิดการแตกหรือร ้าวได ้ แต ่ถ ้าใช ้เวลาในการ  
Truing มากเก ินไปก ิจะทำให ้ใบม ีดส ึกเร ็วกว ่าท ี่ควร ฉะนั้นจึงควรหาเวลาที่เหมาะสมในการ 
Truing (ดูรูปที่ 3.9)

Flange set

Carbide Tipped 
Centers h

ะ &
1/

\ /

v v y
is®; 0

ง  < [

รูปที่ 3.9 ภาพการทำ Truing

3.5.4 ตำแหน่งนํ้าหล่อเย็น

การหล่อเย ็นบริเวณแนวตัดเป ็นส ิ่งท ี่สำค ัญ เพราะน้าหล่อเย็นจะช่วยระบายความร้อน 
และเศษต ัดออกจากบร ิเวณ ใบม ีดกำล ังต ัดงานอย ู่ ฉะนั้นจึงควรกำหนดตำแหน่งในการพ่นนั้า 
หล่อเย็นให ้เหมาะสม เพ ื่อทำให ้น ั้าหล่อเย ็นแทรกเช ้าไปบริเวณแนวตัดได้เป ็นอย่างด ี แต่นั้าหล่อ 
เย ็น ไม ่สามารถแทรกเช ้าไปบร ิเวณ แนวต ัดได ้ก ิจะทำให ้เก ิดความร ้อน และเศษตัดสะสมเป็น
สาเหตุของการแตกและร้าวได้ (ดรปที่ร.10)ชุ ' <นิ<น ิ,
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ร ูป ท ี่ 3.10 แสดงตำแหน่งของการหล่อเย็น

3.5.5 อ ัต ราการป ้อ น ต ัด  (F eed Rate)

อัตราการป้อนตัด คือ ระยะทางท่ีใบมีดเดินเข้าตัดชิ้นงานในหน่ึงหน่วยเวลา อัตราการ 
ป้อนตัดสูงหรือตํ่าเกินไปก็จะมีผลต่อคุณภาพในการตัด ถ้าอัตราการป้อนตัดสูง โดยท่ีแผ่น 
Wafer มีความเปราะมากก็จะเปรียบเหมือนการกระแทก อาจทำให้ชิ้นงานแตกหรือร้าวได้ แต่ 
ถ้าอัตราการป้อนตัดต่ําก็จะทำให้ใบมีดสีกับแผ่น Wafer นานทำให้เกิดความร้อนสูงได้ก็เป้นผล 
เสียต่อคุณภาพแนวตัดเช่นกัน และ อัตราการป้อนตัดตํ่ายังทำให้เวลาการตัดนาน ซ่ึงเป็นผล 
เสียอย่างมาก (ดรฺปท่ี 3.11)

'«น ิจ}  ’

D i a m o n d
p a r t i c l e

ร ^ ร ^ ^ ^ ^ ^ ^
, Chuck saw Feed

ร ูป ท ี่ 3.11 แสดงลักษณะการป้อนตัด

3.5.6 จ ำน วน ค ร ั้งท ี่ใช ใน ก ารล ับ ม ีด

การลับใบมีดต่อน้ันจะใช่วิธีให้ใช้มีดเดินตัดเข้าท่ีหินลับมีดเพราะใบมีดจะถูกลับทุกส่วน 
ท่ีจะใช่ในการตัดแผ่น Wafer ถ้าจำนวนคร้ังท่ีใช่ในการลับมีดน้อยเกินไปใบมีดก็จะท่ือ น้าไปตัด
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งานก็จะมีปัญหา แต่ถ้าจำนวนคร้ังท่ีใช้ในการลับใบมีดยาวหรือนานเกินไปก็จะทำให้ใบมีดสึกเร็ว 
ส่งผลต่อต้นทุนท่ีสูงข้ึน ตังน้ันต้องใช้จำนวนคร้ังท่ีใช้ในการลับมีดให้เหมาะสม

3.5.7 ความ ถ ี่ใน การล ้บ ม ีด

เม่ือใช้ใบมีดตัดข้ึนงานไต้ระยะหน่ึง ใบมีดจะท่ือ ต้องนำใบมีดมาทำการเปิดหนาคมต้ด 
ใหม่โดยใช้หินลับมีด แต่อย่างไรก็ตามการกำหนดความถ่ีในการลับมีดต้องเหมาะสม ถ้าลับใบ 
มีดถ่ีเกินไปก็จะทำให้มีดสึกหรอเร็วกว่าท่ีควรจะเปิน แต่ถ้าลับใบมีดนาน ๆ คร้ังก็จะทำให้ใบมีด 
ไม่คม ส่งผลถึงคุณภาพแนวตัด โดยการลับใบมีดจะมีอยู่สองลักษณะ คือ

1. การลับมีดคร้ังใหญ่ คือจะทำการลับมีดทุกๆการตัด 4 Pallet โดยหินลับ 
มีดที่มีความละเอียด 300 จำนวน 3 ถ้อน และใหิใบมีดเดินตัด 8  คร้ัง (Pass) เพ่ือทำการเปิด 
หน้าหินใหม่

2. การลับมีดระหว่างการตัดคือจะทำการลับมีดทุกๆการตัด 1 Column โดยใช้ 
หินลับมีดท่ีมีความละเอียด 600 จำนวน 1 ก้อน และใหิใบมีดเดินตัด 3 คร้ัง

3.5.8 การทำ Balance

การทำ Balance คือ การทำให้ใบมีดหมุนอย่างสมดุล ตังน้ันข้ึนตอนในการทำงานท่ี
กำหนดข้ึนต้องทำให้ม่ันใจว่าจะทำให้ใบมีดหมุนอย่างสมดุล จากรูปท่ี 3.12 แสดงถึงการนำแผ่น 
โลหะมาถ่วงน้ัาหนักเพ่ือให้เกิดความสมดุล

ร ูป ท ี่ 3 .12  แลดงถ ึงการน ำแผ ่น โลห ะมาถ ่วงน าห น ้ก เพ ื่อ ให เก ิดความสมด ุล
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3.5.9 ค วาม ล ึก ใน ก ารล ับ ใบ ม ีด ด ้วย ห ิน ล ับ ม ีด

การลับใบมีด จะนำโบมีดท่ีผ่านการใช้งานมาแล้วมาลับด้วย โดยให้ใบมีดหมุนแล้วเดิน 
ตัดผ่านหินลับมีด ด้งน้ันจำเป็นต้องกำหนดความลึกท่ีเหมาะสม ของใบมีดท่ีจมลงในหินลับมีด 
เพราะมีผลต่อรูปทรงของปลายใบมีด และจะมีผลต่อคุณภาพของแนวตัดด้วย

3.5.10 ก ารช ด เช ย ก ารล ึก ห รอ ข อ งใบ ม ีด

ใบมีดที่กำลังตัดชิ้นงานอยู่ จะเกิดการสึกหรอ ตังนั้นจะมีการกำหนดให้มีการชดเชย 
การสึกหรอท่ีเกิดช้ินโดยอ้ตโนมีด แต่การชดเชยต้องกำหนดค่าให้เหมาะสม ถ้าชดเชยการ
สึกหรอมากเกินไป ใบมีดจะจมลงในชิ้นงานมากเกินความจำเป็น และอาจเกิดการแกว่งจนทำ 
ให้แนวตัดเกิดการแตกหรือร้าวได้แต่ถ้าชดเชยการสึกหรอน้อยเกินไป ใบมีดจะไม่ลึกพอท่ีจะ
ตัดแผ่น Wafer ให้ขาดได้

3.5.11 ท ิศ ท างใน ก ารต ้ด

ทิศทางในการตัดแผ่น Wafer ในกระบวนท่ีทำการศึกษานี้ จะมีอยู่สองทิศทางทิศทาง 
แรกคือ ใบมีดเดินตัดจากด้านเทเปอร์ (Taper) ไปสู่ด้านโพล (Pole) ซึ่งเป็นทิศทางท่ีใช้งานอยู่ 
ในปัจจุบน ทิศทางท่ีสองคือ ใบมีดเดินตัดจากด้านโพล (Pole) ไปสู่ด้านเทเปอร์ ทิศทางท้ังสอง 
อาจส่งผลต่อคุณภาพในการตัด เพราะท้ังสองด้านน้ันมีรูปร่างและลักษณะท่ีแตกต่างกัน

3.5.12 ก ารต ัด เต ็ม ห น ้าใบ ม ีด ห ร ือไม ่เต ็ม ห น ้าใบ ม ีด

บริเวณขอบของแผ่น Wafer จะเป็นบริเวณท่ีใบมีดเข้าตัดแบบไม่เต็มหน้าใบมีด อาจ 
ทำใหิใบมีดเกิดการบิดตัดชิ้นงานไม่สมบูรณ์ มีผลต่อคุณภาพของแนวตัดนั้นได้ ส่วนบริเวณ 
อ่ืนจะเป็นการตัดแบบเต็มหน้าหมด จะไม่มีปัญหาเร่ืองน้ี

3.5.13 ค วาม ต ัน ข อ งน ํ้าห ล ่อ เย ็น

น้ัาหล่อเย็นท่ีใช้อยู่ในเคร่ืองจักร จะมีความตันของน้ีาหล่อเย็นซ่ึงถูกส่งมาจากระบบส่ง 
นั้าหล่อเย็น ความตันค่าน้ีจะต้องกำหนดให้เหมาะสม ความตันท่ีสูงอาจจะทำให้ขอบช้ินงานท่ี 
ตัดอยู่เกิดการแตกหรือร้าวได้ ความตันที่ต่ําอาจไม่เพียงพอในการระบายความร้อนและเศษตัด 
ออกจากบริเวณแนวตัด (ดูรูปท่ี 3.13)
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3.5.14 วิธกีารติด Bar ลงบน Pallet

วิธีการติด Bar ลงบน Pallet ต้องเป็นวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่า Bar จะติดยึดแน่นบน 
Pallet ไม่เกิดการสั่นสะเทือนขณะทำการตัดอยู่บนเครื่องโดเวอร์ เพราะถ้าการติดยึดไม่แน่นจะ 
ทำให ้ Bar สั่นสะเทือนเกิดการแตกหรือร้าวไต้

3.5.15 วิธีการขนย้าย

วิธีการขนย้ายจะต้องเป็นวิธีการที่ป้องก้นการกระทบกระแทกต่อห้าอ่านเขียนข้อมูลบน 
Pallet ฉะนั้นจำเป็นต้องกำหนดวิธีการขนย้ายที่ถูกวิธี ป้องก้นความเสียหายต่อห้าอ่านเขียน
ข้อมูล

3.6 หล ักการท ี่ใช ้พ ิจารณาเส ือกฟ ้จจ ัยท ี่จะนำมาทำการทดลอง

การเลือกปัจจัยที่จะนำมาทำการทดลองนั้น จะพิจารณาเลือกปัจจัยที่สามารถปรับค่าไต้ 
เพราะในการทดสอบจะมีการปรับค่าของปัจจัยเปลี่ยนค่าไป แล้วจัดค่าผลตอบสนองท่ีออกมา 
หลังจากนั้นก็ทำการวิเคราะห้ด้วยกระบวนการทางสถิติ ดังน้ันในการเลือกปัจจัยดังกล่าวจะ 
พยายามเลือกปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อค่าตอบสนองอย่างมาก โดยอาจใช้ข้อมูลการทดลองท่ีไต้ทำ 
แล้วในอดีต หรือความรู้ทางต้านวิศวกรรม เข้าช่วยในการเลือกเพื่อให้ใต้ปัจจัยที่เหมาะสม

โดยมีหลักการที่ใช่ในการเลือกปัจจัยดังนี้
1. ปัจจัยที่จะถูกเลือกน้ันต้องสามารถปรับเปล่ียนค่าไต้
2. ปัจจัยที่ถูกเลือกนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อรอบเวลาในการผลิต (Cycle Time) 

มากนัก
3. ปัจจัยที่นอกเหนือความรับผิดชอบจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะไม่นำมาพิจารณา
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4. ปัจจัยเกี่ยวข้องกับคนจะเลือกใช้พนักงานที่มีความชำนาญ ทำงานได้ถูกต้องเพื่อลด 
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และจะกำหนดเป็นปัจจัยควบคุม

5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร และเป็นลักษณะที่เก่ียวกับความสามารถของเครื่อง 
จักรจะไม่นำมาพิจารณา เพราะไม่ต้องการวัดความสามารถของเครื่องจักรหรือ 
เคร่ืองมือน้ัน และจะกำหนดปัจจัยน้ันเป็นปัจจัยควบคุม

6. เนื่องจากเป็นลักษณะงานที่มืเทคโนโลยีในระดับสูง วัสดุท่ีใช้ในกระบวนการจะ 
กำหนดใช้วัสดุท่ีสามารถเป็นไปไดในทางปฏิบ้ติ

7. ปัจจัยท่ีจะเลือกน้ันจะพิจารณาโดยใช้ความรูในเชิงวิศวกรรมประกอบด้วย
8. ปัจจัยท่ีเลือกควรจะให้ผลในการลดจำนวนรอยบ่ินและรอยร้าวไต้อย่างเป็นรูปธรรม

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลาที่ใช้ในการทำการทดลองค่อนข้างนานจึงมืความจำเป็น 
ต้องเลือกปัจจัยเพียง 4 หรือ 5 ปัจจัยมาทำการทดลอง ต่อไปน้ีเป็นเหตุผลท่ีใช้ในการเลือก 
ปัจจัยหรือดัดปัจจัยทิ้ง โดยพิจารณาตามหลักการ 4M ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น

3.7 การพ ิจารณาเส ือกป ัจจ ัยด ้านคน (Man)

3.7.1 พนักงานดูแลเครื่องตัด

การลดสาเหตุของของความผิดจากปัจจัยต้านพนักงานดูแลเครื่องดัด จะเลือกพนักงาน 
ที่มืประสบการณ์มาเพียงหน่ึงคน ดูแลเคร่ืองดัดเพื่อปัญหาเรื่องความผิดพลาดของคนและความ 
ผิดพลาดที่เกิดจากใช้พนักงานหลายคนทำงานอย่างเดียวกัน ดังน้ันปัจจัยน้ีจะไม่ถูกเลือกเพ่ือ 
ทำการทดลอง

3.7.2 พนักงานที่ทำการติดแผ่น Wafer ลงบน Pallet

ปัจจัยนี้จะไม่นำมาพิจารณาเพราะเป็นส่วนงานที่อยู่นอกเหนือแผนกที่ทำการศึกษา 
ถือเป็นปัจจัยท่ีไม่ควบคุม

3.7.3 พนักงานที่ทำการ Truing

ปัจจัยนี้จะไม่ถูกเลือกมาพิจารณา แต่จะทำการกำหนดพนักงานที่ทำหน้าที่ตายตัว
เพียงคนเดียว และเลือกพนักงานท่ีชำนาญเพ่ือลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน
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3.7.4 พนักงานตรวจสอบ

ปัจจัยนี้จะไม่ถูกเลือกมาพิจารณาเช่นกัน โดยให้เป็นปัจจัยท่ีควบคุม คือ กำหนด 
พนักงานที่มีความชำนาญเพียงผู้เดียวเป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานของ 
พน'กงาน และความผิดพลาดจากการทำงานแตกต่างกันของพนักงานหลายคน

3.7.5 พนักงานที่ทำการ Dressing

ปัจจัยนี้จะไม่ถูกเลือกมาพิจารณาใช่ในการทดลองแต่จะควบคุมพนักงานท่ีจะทำงานใน 
ขั้นตอนนี้ โดยใช่พนักงานที่ชำนาญเพื่อลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและใช่เพียงคนเดียว 
ไม่มีการสับเปล่ียนกับพนักงานคนอ่ืน

3.7.6 พนักงานที่ทำการ Balance

ปัจจัยนี้กือเป็นปัจจัยที่ควบคุม โดยกำหนดพนักงานที่มีการทำงานดีเพียงคนเดียวรับ
ผิดชอบหน้าที่นี้ เพราะถ้าพนักงานทำงานมีความชำนาญโอกาสที่ผิดพลาดในการทำให้ใบมีด 
สมดุลก็น้อยลง จึงได้ทำการควบคุมปัจจัยน้ีและไม่นำไปพิจารณาในการทดลอง

3.7.7 พนักงานที่ทำการเคลื่อนย้าย

ปัจจัยนี้จะไม่นำมาพิจารณา แต่กำหนดพนักงานที่ทำงานอย่างชำนาญและะมีความผิด 
พลาดน้อยเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว เพราะถ้าพนักงานเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีก็จะทำให้ 
ความผิดพลาดไม่เกิดข้ึนหรือเกิดก็น้อยลง จึงสามารถตัดปัจจัยนี้ไม่นำมาพิจารณา

จะเห้นว่าปัจจัยด้านคนนี้จะไม่ถูกเลือกไปใช่ในการทดลองแต่จะกำหนดเป็นปัจจัยควบ 
คุมท้ังหมด และเลือกพนักงานที่มีความสามารถเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน นอกจาก 
น้ียังกำหนดให้งานหน่ึงงานทำด้วยคนเพียงคนเดียวไม่สลับคนอื่นมาทำหน้าท่ีนั้น เพราะจะทำ 
ให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนสองคนได้
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3.8 การพ ิจารณาเล ือกป ัจจ ัยด ้านวัสด ุ (Material)

การพิจารณาปัจจัยทางด้านวัสดุว่าเหมาะสมที่จะเลือกเป็นปัจจัยที่ใช้ในการทดลองหรือ 
ไม่น้ันได้แสดงเหตุผลในการเลือกปัจจัยต่าง  ๆ ด้งน้ี

3.8.1 ใบมีด (Blade)

เน่ืองจากใบมีดท่ีใช้ในกระบวนการผลิตน้ี ซี้อมาจากบริษัทผู้ผลิตภายนอกการกำหนด 
คุณสมปัดของส่วนประกอบในใบมีดน้ันทำได้ยาก ข้ึนอยู่กับการออกแบบของบริษัทผู้ผลิตใบ
มีดตัด ตังน้ันจึงกำหนดเป็นปัจจัยควบคุมโดยใชใบมีดชนิดท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงทางโรงงาน 
ตัวอย่างได้ใช้งานมาเป็นเวลาหน่ึงและไม่มีปัญหาเกิดข้ึนมาก

ความยาวของใบมีดที่ย้งคงใช้งานตัดได้จะไม่นำมาพิจารณาเพราะการใช้งานใบมีดตัด 
น้ันจะต้องใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดด้งนั้นการใช้งานใบมีดจะใช้ตั้งแต่ใบมีดมีคมตัดยาวท่ีสุดจนถึง 
มีความยาวตํ่าสุดเท่าที่กำหนด จึงไม่สามารถนำปัจจัยนี้มาพิจารณาได้

3.8.2 กาว

กาวเป็นวัสดุที่โรงงานตัวอย่างซื้อมาจากบริษัทอื่น กาวที่ถูกเลือกใช้นี้ก็จะต้องมี 
คุณสมบัติตามที่โรงงานตัวอย่างกำหนด และมีการทดลองใช้จนเชื่อถือได้จึงจะนำมาใช้ใน 
กระบวนการผลิต ตังน้ันปัจจัยน้ีจึงกำหนดเป็นปัจจัยควบคุม คือ เลือกใช้กาวจากบริษัทผู้ผลิตท่ี 
ใช้ในปัจจุบันเพียงรายเดียว

3.8.3 หินทใช้ในการ Dressing

หินลับมีดท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันส่ังซ้ือมาจากสองบริษัท และมีการทดลองใช้หินลับมีดจาก 
สองบริษัทแล้ว ดังน้ันในการทดลองน้ีจึงกำหนดหินลับมีดเป็นปัจจัยควบคุม โดยกำหนดหิน 
ลับมีดเพียงชนิดเดียวท่ีจะใช้ในการทดลองนี้

3.8.4 หินล'บมีดทึ๋ไชในการ Truing

หินลับมีดที่ใช้ในขั้นตอนนี้มีเพียงชนิดเดียวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงไม่จำเป็นต้อง
พิจารณา
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3.8.5 นาหล่อเย็น

น้ีาหล่อเย็นท่ีใช้ในอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ชนิดเดียว โดยจะมีระบบส่งน้ีาหล่อเย็นจุดเดียว
แล้วส่งไปใช้บังแผนกต่าง  ๆ ใช้ด้วย ด้งน้ันการปรับเปล่ียนชนิดของนาหล่อเย็น หรือ
คุณสมบัติของนั้าหล่อเย็นจึงทำได้ยาก ปัจจัยนี้จึงไม่ถูกพิจารณา

3.8.6 ว้สดุงาน

วัสดุงานก็คือแผ่น Wafer เป็นเร่ืองเก่ียวกับเทคโนโลยีในการผลิต หัวอ่านเขียนข้อมูล 
โดยเฉพาะการออกแบบและพัฒนาจะข้ึนอยู่กับบริษัทแม่ แผ่น Wafer ท่ีใช้ในการผลิตปัจจุบันมี 
อยู่เพียงชนิดเดียว จะเปลี่ยนแปลงเพียงความสามารถในการเขียนหรืออ่านข้อมูล และลักษณะ 
หน้า ABS เท่าน้ัน ด้งน้ันจึงกำหนดเป็นปัจจัยควบคุม ดือกำหนดรุ่นของหัวอ่านเขียนข้อมูลใน 
การทดลองเพียงรุ่นเดียว

ส่วนด้านความสมํ่าเสมอของวัสดุนั้นไม่สามารถควบคุมได้โรงงานตัวอย่างทำหน้าที่ตัด 
แผ่น Wafer เท่าน้ัน

3.8.7 Pallet

Pallet เป็นวัสดุท่ีใช้รองรับแผ่น Wafer หรือในข้ันตอนน้ีเรืยกว่า Bar ผลิตจากวัสดุ 
ประเภทกราไฟท์และออกแบบมาจากบริษัทแม่ มีใช้เพียงชนิดเดียวจึงไม่สามารถน้ามาเป็น 
ปัจจัยที่ปรับค่าได้

3.8.8 รูปร่างของห้าย่านเปียนข้อมูลด้านที่ติดกับแ ผ ่น ดิสก์

รูปร่างของหัวอ่านเขียนข้อมูลด้านท่ีติดกับแผ่นดีสกั (ผิว ABS) จะเปล่ียนแปรไปตาม 
การออกแบบของผู้ผลิตหรือลูกค้า แต่จากข้อมูลในอดีตปรากฏว่ารูปร่างท่ีแตกต่างกันบังไม่ส่ง 
ผลถึงการแตกหรือร้าวของหัวอ่านเขียนข้อมูล ตังน้ันจะกำหนดรุ่นท่ีใช้ในการทดลองเพียงรุ่น
เดียว

จากการพิจารณาปัจจัยด้านวัสดุจะพบว่ามีบางส่วนจะถือเป็นปัจจัยควบคุม แต่บางส่วน 
ก็จะไม่นำมาพิจารณาด้วยเหตุผลที่กล่าวไปแล้วข้างตัน
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3.9 การพิจารณ.าเส ือกปัจจัยด ้านเครื่องจักร ( Machine )

เหตุผลในการเลือกปัจจัยด้านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ เพ่ือใช้ในการทดลองมีต้งน้ี

3.9.1 เครื่องตัดแผ่น Wafer

ในการทดลองน้ี จะกำหนดเครื่องจักรท่ีใช้ในการตัดเพียงเครื่องเดียว โดยจะต้องไม่ 
รบกวนการผลิตจริงของโรงงานตัวอย่างด้วย เหตุที่กำหนดเครื่องจักรตายตัวเพื่อต้องการลด
ปัญหาความแตกต่างของการผลิตจากเครื่องหลายเครื่อง

3.9.2 เครื่องมือวัดท่ีใชในการทำ Balance

เคร่ืองมีอจัดในการทำ Balance น้ันไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นปัจจัยในการทดลองเพราะการ 
ทดลองน้ีไม่ได้ต้องการหาความสามารถของเคร่ืองมือจัด แต่การทดลองน้ีต้องการหาปัจจัยท่ีมี 
ผลต่อการแตกหรือร้าว ตังน้ันจึงกำหนดให้ปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยควบคุม โดยกำหนดเคร่ืองมือจัดท่ี 
ใช้เพียงเครื่องเดียว

3.9.3 กล้องที่ใชในการตรวจสอบ

ปัจจัยนี้จะไม่นำมาพิจารณา โดยจะกำหนดใหใช้กล้องท่ีอยู่ในสภาพดี คือทำการตรวจ 
สอบความสมบูรณ์ของกล้องก่อนใช้งานทุกคร้ัง ก็จะลดข้อผิดพลาดจากเครื่องมือนี้ได้

3.9.4 ระบบ ส ่งน าห ล ่อ เย ็น

ปัจจัยนี้จะไม่นำมาพิจารณาเพราะระบบส่งนั้าหล่อเย็นไม่เหมาะที่จะใช้เป็นตัวแปรค่า 
เพียงควรจะมืการตรวจสอบความถูกต้องของระบบส่งนั้าหล่อเย็นว่าระบบมีการจ่ายนั้าหล่อเย็น 
อย่างสมํ่าเสมอและมีความด้นตามค่าที่กำหนดไว้

3.9.5 แท ่น แม ่เห ล ็กว ับ ย ึด 'ร ้น งาน

ปัจจัยนี้จะไม่นำมาพิจารณาในการทดลอง เพราะไม่ต้องการหาความสามารถของแท่น 
แม่เหล็กจับย ึด ชิ้นงาน แต่อย่างก็ตามต้องมีการตรวจสอบว่าแท่นแม่เหล็กอยู่ในสภาพดีและ
สามารถใช้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3 .9 .6  เพลาจับยึดใบมีด

ปัจจัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการทดลองได้ เพียงแต่ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
ให้เพลาอยู่โนสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ

3.9.7 นัทขันยึดใบมีด

ในการทดลองต้องทำการตรวจสอบว่านัทขันยึดใบมีดแน่นหรือไม่ ก่อนตัดและควร
ตรวจสอบในระหว่างการตัดชิ้นงานว่านัทมีการคลายตัวหรือไม่ด้วย ตังปัจจัยน้ีจะไม่นำมา
พิจารณาในการทดลองนี้

3.10 การพ ิจารณาเส ือกฟ ้จจ ัยด ้านวิธ ีการ (Methods)

เหตุผลในการเลือกปัจจัยท่ีใช้ในการทดลอง มีตังนี้

3.10.1 ความเร็วรอบในการตัด

เน่ืองจากกระบวนการตัดเป็นกระบวนการทางกล มีแรงท่ีใช้ในการตัดเช้ามาเกี่ยวข้อง 
ความเร็วรอบในการตัดจะเป็นปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงต่อแรงตัดท่ีเกิดข้ึน ในการตัดวัสดุต่าง ๆ

น้ันจะต้องใช้แรงกระทำท่ีเหมาะสมค่าหน่ึงในการตัดวัสดุ ซ่ึงแต่ละวัสดุก็จะใช้แรงในการตัดท่ี
ต่างกัน ตังน้ันจึงเห็นว่าควรจะนำปัจจัยความเร็วรอบในการตัดเป็นตัวแปรท่ีใช้!นการทดลอง
เพื่อพิจารณาว่าเมื่อมีการเปลี่ยนค่าความเร็วรอบจะมีผลต่อการแตกหรือร้าวซองหัวอ่านเขียน 
ข้อมูลหรือไม่

3.10.2 ความลึกของใบมีดในการตัด (Depth o f Cut)

ความลึกของใบมีดในแผ่น Wafer เป็นอีกปัจจัยหนึ่งจะใช้ในการทดลองเพราะขณะที่ใบ 
มีดเดินตัดชิ้นงานอยู่ ใบมีดส่วนที่จมอยู่ในจะเป็นส่วนที่ได้รับแรงกระทำในการตัดด้วย การตั้ง 
ความลึกของใบมีดในชิ้นงานนั้น อย่างน้อยต้องตั้งความลึกมากกว่าความหนาของชิ้นงาน แต่ 
อย่างไรก็ตามค่าความลึกตังกล่าวจะมีค่าที่เหมาะสมค่าหนึ่ง ซึ่งเป็นค่าที่ทำให้คุณภาพในการ
ตัดดี ตังนั้นจึงกำหนดให้ปัจจัยนี้เป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการทดลองต่อไป
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3.10.3 เวลาที่ใชในการ Truing

ปัจจัยนี้จะไม่น ่ามาใช้ในการทดลอง เพราะเวลาในการ Truing ค ือเวลาท ี่ใช ้ในการลับ  
ใบม ีดให ้ม ีความยาวของคมต ้ดเท ่าก ันตลอดเส ้นรอบวง น ั้นสามารถท่าการทดลองหาเวลาที่
เหมาะสมได้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงจะไม่นำมาพิจารณาในที่น ี้

3.10.4 ตำแหน่งนาหล่อเย็น

ป ัจ จ ุบ ัน ต ำ แ ห น ่ง น ั ้ า ห ล ่อ เ ย ็น น ั ้น ไ ด ้ถ ูก อ อ ก แ บ บ โ ด ย ว ิศ ว ก ร ข อ ง โ ร ง ง า น ต ัว อ ย ่ า ง  ใ ห ้

ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ถ ึ ง ต ำ แ ห น ่ง ด ัด ช้ินได้เ ป ็น อ ย ่า ง ด ี  จ ึ ง ไมน่ ำ ม า พ ิจ า ร ณ า ใ น ก า ร ท ด ล อ ง  แ ต ่จ ัด เ ป ็น

ป ัจ จ ัย ค ว บ ค ุม  โ ด ย ใ ช ้ต ำ แ ห น ่ง เ ด ิม ต ล อ ด ก า ร ท ด ล อ ง

3.10.5 อัตราการป็อนตัด (Feed Rate)

อ ัต ร า ก า ร ป ้อ น ด ัด เ ป ็น อ ีก ป ัจ จ ัย ห น ึ ่ ง ท ี ่ ถ ูก เ ล ือ ก ใ ช ้ใ น ก า ร ท ด ล อ ง  เ พ ร า ะ อ ัต ร า ก า ร ป ้อ น ด ัด  

ค ือ ร ะ ย ะ ท า ง ท ี ่ ใ บ ม ีด เ ด ิน ด ัด ช ิ ้น ง า น ต ่อ ห น ึ ่ ง ห น ่ว ย เ ว ล า  ถ ้ า อ ัต ร า ก า ร ป ้อ น ด ัด ส ู ง  จ ะ ท ำ ใ ห ้ เ ว ล า ใ น  

ก า ร ด ัด ล ด ล ง  แ ต ่จ ะ เ ก ิด ผ ล เ ส ีย ค ือ  ใ บ ม ีด ร ้บ ภ า ร ะ ห น ัก  ค ว า ม ร ้อ น ส ะ ส ม บ ร ิ เ ว ณ ต ำ แ ห น ่ง ด ัด ส ู ง  

เ ศ ษ ด ัด ไ ม ่ส า ม า ร ถ เ ค ล ื ่ อ น อ อ ก ม า ไ ด ้ท ัน  ส ่ง ผ ล ท ำ ใ ห ้แ น ว ด ัด เ ก ิด ก า ร แ ต ก ห ร ือ ร ้ า ว ไ ด ้  ถ ้ า อ ัต ร า  

ก า ร ป ้อ น ด ัด ต ํ ่ า จ ะ ท ำ ใ ห ้ เ ส ีย เ ว ล า ใ น ก า ร ด ัด ม า ก  ซ ึ ่ ง เ ป ็น ส ิ ่ ง ท ี ่ ไ ม ่ต ้อ ง ก า ร  ด ัง น ั ้น จ ึ ง ต ้อ ง ห า ค ่า อ ัต ร า  

ก า ร ป ้อ น ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ด ัด  จ ึ ง ไ ด ้น ่ า ป ัจ จ ัย น ี ้ ใ ช ้ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง ด ้ว ย

3.10.6 จำนวนครั้งที่ใชในการอับมีด

จำนวนครั้งที่ใช ้ในการลับมีด จะมีผลต่อความคมของใบมีดซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถ ูกเลือก 
ใช ้ในการทดลองเพราะต้องการหาค่าท ี่เหมาะสมของจำนวนครั้งในการลับมีดดัดน ี้

3.10.7 ความถี่ในการอับ

ความถี่ในการลับมีดจะบังไม่น ่ามาพิจารณาในการทดลอง เพราะถึงแม้ถ ้าเราลับใบมีดถี ่
มากใบมีดจะมีความคมจะส่งผลดีต่อกระบวนการดัด แต่จะทำให ้เส ียเวลาในการดัดเพ ิ่มข ึ้น
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3.10.8 การทำ Balance

ป ัจ จ ัย น ี ้ ไ ม ่ เ ห ม า ะ ท ี ่ จ ะ น ำ ม า ท ำ ก า ร ท ด ล อ ง  เ พ ร า ะ ป ัจ จ ุบ ัน ม ีก า ร ก ำ ห น ด ข ั ้น ต อ น ก า ร ท ำ

ง า น ท ี ่แ น ่น อ น ใ น ก า ร ท ำ ใ ห ใ บ ม ีด ส ม ด ุล

3.10.9 ความลึกในการล้มใบมีดดายหินลับมีด

ป ัจ จ ้ย น ี ้ - จ ะ ไ ม ่น ำ ม า พ ิจ า ร ณ า  เ พ ร า ะ ค ว า ม ล ึก ใ น ก า ร ล ับ ใ บ ม ีด จ ะ ส ่ ง ผ ล โ ด ย ต ร ง ต ่อ ร ูป ท ร ง  

ข อ ง ใ บ ม ีด  แ ล ะ ส ่ง ผ ล ต ่อ ก า ร แ ต ก ห ร ือ ร ้ า ว น ้อ ย ม า ก

3.10.10 การชดเชยการลึกหรอของใบมีด

ป ัจ จ ัย น ี ้ ไ ด ้ม ีก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ ก ำ ห น ด ค ่า ท ี ่ ใ ช ใ น ก า ร ช ด เ ช ย ก า ร ส ึก ห ร อ ข อ ง ใ บ ม ีด แ ล ้ว  โ ด ย  

ก า ร ช ด เชยน ั ้น ม ีค ่ า น ้อ ย ม า ก  จ ึ ง จ ะ ไ ม ่น ำ ม า พ ิจ า ร ณ า ใ น ก า ร ท ด ล อ ง น ี ้

3.10.11 ทิศทางในการตัด

ท ิศ ท า ง ใ น ก า ร ต ัด  ถ ูก ก ำ ห น ด เ ป ็น ป ัจ จ ัย ท ี ่ ใ ช ใ น ก า ร ท ด ล อ ง ด ้ว ย เ พ ร า ะ ท ิศ ท า ง ก า ร ต ัด ท ั ้ ง  

ส อ ง ท ิศ ท า ง จ ะ ม ีร ูป ร ่ า ง ต ่ า ง ก ัน  ก า ร เ ข ้ า ต ัด ข อ ง ใ บ ม ีด ไ ม ่ เ ห ม ือ น ก ัน  อ า จ จ ะ ส ่ง ผ ล ต ่อ ก า ร เ ก ิด ก า ร  

แ ต ก ห ร ือ ร ้ า ว ไ ด ้  แ ล ะ ไ ด ้ม ีก า ร ศ ึก ษ า เ บ ื ้ อ ง ด ้น ว ่ า ท ิศ ท า ง ใ น ก า ร ต ัด อ า จ ม ีผ ล ต ่อ ก า ร แ ต ก ห ร ือ ร ้ า ว จ ร ิ ง  

จ ึง ไ ด ้ เ ล ือ ก ป ัจ จ ัย น ี ้ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง เ พ ิ ่ม เ ต ิม

3.10.12 การตัดเต็มหน้าใบมีดหรือไม่เต็มหน้าใบมีด

ป ัจ จ ัย น ี ้ จ ะ ไ ม ่น ำ ม า พ ิจ า ร ณ า ใ น ก า ร ท ด ล อ ง น ี ้  เ พ ร า ะ เ ป ีน เ ร ื ่ อ ง ข อ จ ำ ก ัด ข อ ง ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง  

ช ิ ้น ง า น ท ี ่ถ ูก อ อ ก แ บ บ ม า ต ั ้ ง แ ต ่ด ้น  ท ำ ก า ร ต ัด ช ิ ้น ง า น ต อ น เ ร ิ ่ม ต ัน แ ล ะ แ น ว ต ัด ส ุด ท ้ า ย  ต ้อ ง ต ัด

แ บ บ ไ ม ่ เ ต ็ม ห น ้า  ส ่ว น ท ี ่ เ ห ล ือ จ ะ ต ัด แ บ บ เ ต ็ม ห น ้า ใ บ ม ีด

3.10.13 ความตันของนํ้าหล่อเย็น

ความตันของนี้าหล่อเย็น นั้นถูกควบคุมด้วยระบบส่งนํ้าหล่อเย็นของทั้งโรงงาน ตังนั้น 
การปรับเปลี่ยนความตันจะทำได้ยาก ตังนั้นจึงไม่นำมาเป็นปัจจัยในการทดลอง แต่อย่างไรก็ 
ต''’มจะมีการควบคุมความตันในคงที่
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3.10.14 วิธีการติด Bar ลงบน Pallet

การติด Bar ลงบน Pallet เป็นหน้าที่ของแผนกอื่น ดังนั้นจึงทำการควบคุมไดไม่ดีน ัก 
แต ่อย ่างไรก ็ตามแผน กด ังกล ่าวก ็ม ีว ิธ ีการท ำงาน ท ี่เป ็น มาตรฐาน น ่าเช ื่อถ ือ  ทำให ้เก ิดความ  
ผ้นแปรน้อยลง

3.10.15 วิธีการขนย้าย

ปัจจัยน ี้ไม ่ถ ูกนำมาพิจารณา เพราะมีการควบคุมการเคลื่อนที่ โดยกำหนดเป็นขั้น
ตอนที่แน่นอน เพ ื่อก ันการความเสียหายต่อห้วอ่านเข ียนข้อมูลอยู่แล้ว

เราสามารถสรุปเหตุผลท ี่ใข ้ในการเล ือกป ัจจ ัยต ่างๆในตารางท ี่ร.1 และเหตุผลที่ไม ่เล ือก 
ปัจจ ัยต ่างๆด ังตารางท ี่3.2 ดังนี้

ตารางที่ 3.1 สรป เห ต ุผลท ี่ไชใน การเล ือกป ัจจ ัยต ่าง ๆ
ปัจจัย เหตุผลท ี ่ใซ้เสิอกปัจจัย

1. ความเร็วรอบในการต้ด (Spindle 
Speed)

ค ว า ม เ ร ็ว ร อ บ ใ น ก า ร ด ัด จ ะ ส ่ ง ผ ล ต ่อ แ ร ง ท ี ่ก ร ะ ท ำ  

ช ิ ้น ง า น โ ด ย ต ร ง

2. ความลึกของใบมีดในการตัด (Depth of 
Cut)

ใ บ ม ีด ท ี ่ จ ม ล ง ใ น เ น ี ้ อ ช ิ ้น ง า น ท ี ่ถ ูก ด ัด จ ะ เ ก ิด ก า ร  

เ ส ีย ด ส ี  ถ ้ า จ ม ล ง ไ ป ม า ก ก า ร ค า ย เ ศ ษ ด ัด จ ะ ไ ม ่ด ี  

และนั้าหล ่อ เย็นจะเข้าไม ่ถ ึงแนวตัด ส ่ ง ผ ล ถ ึ ง  

ค ว า ม ร ้อ น ท ี ่ เ ก ิด ข ึ ้น บ ร ิ เ ว ณ แ น ว ด ัด

3. อ้ตราการป้อนตัด (Feed Rate) ป ัจ จ ัย น ี ้ จ ะ ส ่ ง ผ ล ต ่อ ค ุณ ภ า พ ช ิ ้น ง า น โ ด ย ต ร ง  ถ ้า  

เ ด ิน ด ัด เ ร ็ว ไ ป ก ็จ ะ เ ก ิด แ ร ง ก ร ะ ท ำ สูง แ ล ะ ม ีค ว า ม  

ร ้อ น ส ะ ส ม ม า ก  แ ต ่ถ้าป ้อ น ด ัด ช ้ า ก ็จ ะ เ ส ีย เ ว ล า

4. จำนวนครั้งในการลับมีด จ ำ น ว น ค ร ั ้ ง ใ น ก า ร ล ับ ม ีด จ ะ ส ่ ง ผ ล ถ ึง ค ว า ม ค ม ข อ ง  

ใ บ ม ีด

5. ทิศทางในการตัด เ น ื ่ อ ง จ า ก ม ีข ้อ ม ูล เ บ ื ้ อ ง ด ัน จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ใ น อ ด ีต  

ว ่ า ป ั จ จ ั ย น ี ้น ่ า จ ะ ม ีอ ิท ธ ิพ ล  เ พ ร า ะ ร ูป ร ่ า ง ข อ ง ห ัว  

อ ่า น เ ข ีย น ข ้อ ม ูล ท ั ้ ง ส อ ง ข ้า ง ไ ม ่ เ ห ม ือ น ก ัน
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ตารางที่3 .2แสดงเห ต ุผลท ี่ไม ่เล ือกป ัจจ ัยต ่างๆ
ปัจวัย เหตุผลที่ไม่เลือกปัจวัย วิธีการควบคุมเบี้องต้น

1. ปัจจัยด้านตน (Man)
1.1 พ น ัก ง า น ท ุก ข ั ้น ต อ น  

ก า ร ผ ล ิต

ป ัจ ว ั ย น ี ้ ส ่ ว น ใ ห ญ ่ เ ก ิด จ า ก ค ว า ม ผ ิด  

พ ล า ด ข อ ง พ น ัก ง า น ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้อ ง  ซ ึ ่ ง  

ส า ม า ร ถ ล ด ค ว า ม ผ ิด พ ล า ด ต ่ า ง ๆ  ไ ต ้  

โ ด ย ม ีก า ร บ ก อ บ ร ม ใ ห ้ เ ก ิด ค ว า ม ช ำ น า ญ

ก ำ ห น ด ใ ห ้พ น ัก ง า น ท ี ่ม ี  

ค ว า ม ช ำ น า ญ เ ป ็น ผ ู ้ด ูแ ล  

ง า น ต ่า ง ๆ ท ี ่ ว ับ ผ ิด ช อ บ  

เ พ ีย ง ผ ู ้ เ ด ีย ว ต ล อ ด ก า ร  

ท ด ล อ ง

2. ปัจจัยด้านวัสดุ (Material)
2 .1  ใ บ ม ีด เ ป ็น ใ บ ม ีด ท ี ่ซ ื ้ อ จ า ก บ ร ิษ ัท ผ ู ้ผ ล ิต ท ำ ใ ห ้  

ก า ร ค ว บ ค ุม ค ุณ ภ า พ ท ำ ไ ต ้ย า ก  จ ึง ท ำ  

ก า ร ก ำ ห น ด ช น ิด ท ี ่ ใ ข ้อ ย ู ่ ใ น ป ัจ จ ุบ ้น ต า ย  

ต ัว

2 . 2  ก า ว เ ป ีน ว ัส ด ุท ี ่ซ ื ้ อ ม า จ า ก บ ร ิษ ัท อ ื ่น  แ ล ะ โ ร ง  

ง า น ต ัว อ ย ่ า ง ไ ต ้ม ีก า ร ท ด ล อ ง ใ ข ้ซ ึ ่ ง ใ ห ้ผ ล  

เ ป ็น ท ี่น ่า พ อ ใ จ  จ ึ ง ก ำ ห น ด ใ ห ้ไ ข ้ก า ว  

เ พ ีย ง ช น ิด เ ด ีย ว

2 . 3  ห ิน ท ี ่ ใ ช ้ใ น ก า ร ล ับ ' โ บ  

ม ีด

ป ัจ จ ุบ ัน ใ ช ้ห ิน ข อ ง ท ั ้ ง ส อ ง บ ร ิษ ัท ซ ึ ่ ง ไ ม ่มี 
ผ ล แ ต ก ต ่า ง ก ้น อ ย ่ า ง ช ัด เ จ น

ก ำ ห น ด เ ล ือ ก ใ ช ้ เ พ ีย ง ช น ิด  

เ ด ีย ว

2 . 4  ห ิน ล ับ ม ีด ท่ีใ ช ้ใ น ก า ร  

T r u i n g

มีห ิน เ พ ีย ง ช น ิด เ ด ีย ว ท ี ่ ใ ช ้ ใ น ก ร ะ บ ว น  

ก า ร ผ ล ิต

-

2 . 5  น า ห ล ่อ เ ย ็น ม ีใ ข ้ เ พ ีย ง ช น ิด เ ด ีย ว ท ั ้ ง โ ร ง ง า น -
2 . 6  ว ัส ด ุ ง า น ว สั ต ุ  ง า น ท ี ่ ใ ข ้ เ ป ็น ก า ร อ อ ก แ บ บ จ า ก  

บ ร ิษ ัท แ ม ่  โ ด ย ใ น ก า ร ท ด ล อ ง จ ะ ใ ช ้ว ัส ด ุ  

ง า น ทีโ่ ร ง ง า น ผ ล ิต อ ย ู ่ ใ น ป ัจ จ ุบ ัน  ซ ึ ่ ง ม ี  

เ พ ีย ง ช น ิด เ ด ีย ว

2 . 7  P a l l e t มีใ ช ้ เ พ ีย ง ช น ิด เ ด ีย ว -

2 . 8  ผ ิว ห น ้า  A B S ก ำ ห น ด ใ ช ้ เ พ ีย ง ร ุ ่น เ ด ีย ว ต า ม ข อ บ เ ข ต  

ก า ร ว ิว ัย

-

2 . 9  ต ำ แ ห น ่ง ข อ ง ช ิ ้น ง า น  

ทีถ่ ูก ต ้อ ง

เ ป ็น ป ัจ ว ัย ท่ีไ ม ่ส า ม า ร ถ ค ว บ ค ุม ไ ต ้ถ ือ ว ่ า  

ว ัส ด ุมีค ว า ม ส ม ํ ่ า เ ส ม อ
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ต า ร า ง ท ี่3.2 แสดงเหตุผลท ี่ไม ่เล ือกป ัจจ ัยต ่างๆ (ต่อ)
ป ัจจ ัย เหตุผลที่ไม่เลือกปัจจัย วิธ ีการควบคมเบี๋องต้น

3. ป ัจ จ ัยด ้าน เค ร ื่อ งจ ักร  (Machine)
3.1 เคร ื่ องต ัดแผ ่ น 
Wafer

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรได้ กํ าหนดเครื่ องจักรที่ใช้ 
เพียงเครื่องเดียว

3.2 เคร่ืองมือวัดท่ีใช้ใน 
การทำ Balance

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือได้ 
แต่ให้ทำการปรับเทียบให้เครื่องมือมี 
ความน่าเช่ือถือ

กำหนดเครื่องมือที่จะใช้ 
เพียงเครื่องเดียว

3.3 กล้องที่ใช้ในการ 
ตรวจสอบ

ไม่ต้องการศึกษาความน่าเชื่อถือของ 
เครื่อง แต่ต้องเลือกใช้กล้องที่น่าเชื่อ 
ถือได้

กำหนดกล้องท ี่ใช ้เพ ียง 
เครื่องเดียว

3.4 ระบบส่งนาหล่อเย็น เปีนระบบท่ีใช้ท้ังโรงงานปรับปรุงหรือ 
แกใขจะเสียเวลาและเงินมาก

-

3.5 แท่นแม่เหล็กจับยึด ไม่ต้องการวัดความสามารถของแท่น 
แต่ให้เลื อกใช้แท่นแม่เหล็กท่ีจับยึดช่ืน 
งานได้ดี

กำห น ดแท ่น แม ่ เหล ็ก  
เพียงแท่นเดียว

3.6 เพลาจับยึดใบมืด ไม่ เหมาะที่จะนำมาใช้ในการทดลอง 
เพียงแต่ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

กำหนดเครื่องที่แน่นอน 
และอยู่ในสภาพดี

3.7 นัทช้นยึดใบมืด ไม่ เหมาะที่จะน่ามาใช้ในการทดลอง 
โดยต้องซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดี

-

4. ป ัจ จ ัย ด ้าน ว ิธ ีก าร  (M ethods)
4.1 เวลาท ี่ใช ้ในการ 
Truing

เป็นปัจจัยที่สามารถทำการทดลองหา 
ค่าท ี่เหมาะสมได้โดยไม่ต ้องนำมา 
เก่ียวช้อง

4.2 ตำแหน่ง'นาหล่อเย็น มีการพัฒนาระบบการฉีด'นาหล่อเย็น 
จนมืความน่าเช่ือถือในระดับหน่ึง

กำหนดตำแหน่งท่ีใช้ใน 
ปัจจุบัน

4.3 ความถ่ีในการลับมืด 
คร้ังใหญ่

ถ้าปรับให้ลับใบมืดถ่ีข้ึนจะเสียเวลาเพ่ิม 
ขึ้นจึงยังไม่น่ามาพิจารณาในตอนน้ี

-

4.4 การทำ Balance ย ังไม ่ม ีว ิธ ีการท ี่ ดีกว่าที่ กำลังอยู่ใน 
ปัจจุบัน

-

4.5 ความลึกของใบมืด ปัจจัยนี้จะส่งผลโดยตรงต่อรูปร่างของ 
ใบมืดมากกว่าส่งผลต่อรอยบ่ินและรอย 
ร้าว

ใช้ค่าในปัจจุบัน
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ต ารางท ี่ 3 .2 แสดงเหต ุผลท ี่ไม ่เล ือกป ัจจ ัยต ่างๆ (ต่อ)
ปัจจัย เหตุผลที่ไม่เลอกปัจจัย วิธการควบคุมเบี้องต้น

4.6 การชดเชยการสึก 
หรอ

มีความสำคัญน้อย ใช้ค่าในปัจจุบัน

4.7 การดัดท่ีขอบงานตัว 
แรก

เป็นข้อจำกัด -

4.8 ความดันของน้ีาหล่อ 
เย็น

กระทบต่อแผนกอ่ืน -

4.9 การติด Bar ลงบน 
Pallet

ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก -

4.10 วิธีการขนย้าย ถูกกำหนดตามเครื่องมือขนย้าย -

จากการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดข้างต้น สามารถสรุปปัจจัยที่ถูกเลือกและปัจจัยควบคุมต้งน้ี 
ปัจจัยท่ีถูกเลือกไชในการทดลองมีดังน้ี

1. ความเร็วรอบในการดัด (Spindle Speed)
2. ความลึกของใบมีดในการดัด (Depth of Cut)
3. อัตราการป้อนดัด (Feed Rate)
4. จำนวนคร้ังในการลับมีด
5. ทิศทางในการดัด

ปัจจัยท่ีถูกควบคุมในการทดลองมีดังน้ี
1. พนักงานในแต่ละข้ันตอน
2. ชนิดของใบมีด
3. กาว
4. หินลับมีด
5. วัสดุงาน
6. เครื่องดัดแผ่น Wafer และเคร่ืองมีอต่างๆ
7. ตำแหน่งน้ีาหล่อเย็น 
8- ความถ่ีในการลับมีด
9. ความดันของน้ีาหล่อเย็น

10. อ่ืนๆ
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3.11 สรุป

หล ังจากพ ิจารณ าป ัจจ ัยต ่างๆ ท ี่น่าจะมีอิทธิพลต่อการเกิดรอยบิ่นและรอยร้าวข้างต้น 
โดยพยายามหาปัจจัยที่จะมีความเป็นไปไต่ใน1การลดจำนวนรอยบิ่นและรอยร้าวที่เกิดขึ้น ทำให้ 
สามารถเลือกปัจจัยที่จะใชในการทดลองเบื้องต้นไต้ 5 ปัจจัย โดยปัจจัยเหล่านี้จะไม่ส่งผล 
กระทบต่อรอบเวลาการผลิตมากน้ก จากปัจจัยที่ถูกเลือกนี้ จะนำไปสู่การออกแบบแผนการ 
ทดลองที่เหมาะสมสำหรับ 5 ปัจจัยนี้ต่อไป
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